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   公司簡介
   主要業務項目
   最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
   最近五年度簡明資產負債表
   最近三年度財務比率
公司名稱：虹冠電子工業股份有限公司 (股票代號：3257)

	輔導推薦證券商
	富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司及日盛證券股份有限公司

	註冊地國
	(外國發行人適用)

	訴訟及非訟代理人
	(外國發行人適用)


	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	一、公司介紹與歷史沿革
(一)公司設立日期

中華民國87年12月30日
(二)總、分公司及工廠之地址及電話
總公司及工廠地址：新竹市科學園區園區二路11號5樓 

電
話：（03）567-9979
二、公司沿革
年度月份

重要記事

民國87年

12月

公司設立，設址於工研院開放實驗室，實收資本額為新台幣250,000仟元。

民國88年

3月

獲准經濟部鼓勵中小企業開發新技術推動計畫。

民國88年

6月

參與工研院電子所計畫開發。

民國88年

12月

增資新台幣204,731仟元，增資後實收資本額為新台幣454,731仟元。

民國89年

2月

獲准遷址至新竹科學工業園區營運。

民國89年

2月

獲准經濟部鼓勵中小企業開發開發新技術推動計畫。

民國89年

3月

獲准科學園區管理局創新技術研究開發計畫。

民國89年

6月

購併華智(香港)有限公司，發展高壓600V MOSFET。

民國89年

6月

獲科學園區管理局創新技術研究開發計畫。

民國89年

6月

導入企業資源規劃系統(ERP)計劃。

民國89年

7月

現金增資222,634仟元，增資後實收資本額達677,365仟元。

民國89年

11月

現金增資112,406仟元，增資後實收資本額達789,772仟元。

民國90年

3月

通過ISO9001-2000認證。

民國90年

3月

獲准經濟部鼓勵中小企業開發開發新技術推動計畫。

民國90年

4月

與Fairchild Semiconductor公司簽約，共同開發功率因素校正功能之積體電路。

民國91年

8月

現金增資80,261仟元，增資後實收資本額達870,035仟元。

民國92年

1月

購置新竹總公司辦公大樓於新竹科學工業園區。

民國92年

8月

現金增資29,966仟元，增資後實收資本額達900,000仟元。

民國93年

1月

獲經濟部工業局主導性新產品計畫補助案。

民國93年

3月

惠普80+系統驗證完畢。

民國93年

6月

獲經濟部工業局主導性新產品計畫補助。

民國93年

6月

減少資本新台幣324,000仟元，減資後實收資本額為576,000仟元。

民國94年

10月

孫公司華智(香港)火災意外發生，生產線中斷。

民國95年

3月

惠普85+系統驗證完畢。

民國95年

6月

台科大產學合作開發同步混合諧振電源平台。

民國95年

10月

結束華智(香港)公司，專心開發功率積體電路產品。

民國96年

10月

獲經濟部技術處小型企業創新研發計畫補助案。

民國96年

12月

減少資本新台幣256,000仟元，減資後實收資本額為320,000仟元。

民國97年

3月

惠普90+系統驗證完畢。

民國97年

4月

購置業務辦公室於汐止東方科學園區大樓。

民國98年

3月

完成開發高輸出效率90+%潔淨技術架構。

民國98年

12月

發行員工認股權憑證3,200,000單位。

民國99年

3月

奉金管會證期局通過補辦公開發行。

三、經營理念
本著以專業IC整合技術，設計高效率、高品質、高壽命之功率積體電路元件，以期能在全球節能減碳、綠化地球之環保意識下，竭盡所有資源與能力來造福人群之理念來經營公司。故： 

1.致力於功率IC之專業設計及製產，達到世界級卓越公司之水準。

2.持續培育類比IC設計、製產、應用及客服人才，以有效達成綠化地球之目標。

3.繼續開發新一代功率IC架構、研究更佳新製程、研製更高功率IC產品，以保持公司在類比功率IC設計事業之領先地位。

4.不斷精益求精，努力追求產品達成更高品質、更久壽命之要求。

5.接近國內及國外企業客戶，並提供專業服務及提昇競爭力解決方案協助客戶。
6.立足台灣，前進亞洲，綠化世界。

四、未來展望
1.產品開發：

主導PFC (功率校正因子)IC產品創新並建立新電路架構，有效提升設計高輸出效率之功率IC，以確立PFC領導地位。

協助我國系統廠商、客戶開發桌上型電腦及伺服器電源供應器(SPS)、筆記型電腦 Adaptor、液晶電視 SPS、及客製特殊應用IC及SPS產品，以提升我國相關企業之高市場佔有率。

跨入LED省電之高效率IC控制電路設計，以因應未來之室內、室外照明系統，加速世界性節省電源需求之達成。

2.研發佈局：
與國內專精類比電子電路之大學電子系所，工研院能源所、電子所等產學研合作開發電路架構及人才儲備與訓練。 

美國矽谷研發團隊，對公司提供美國即時研發技術與專業技術支援。

持續提出關鍵之節能省電產品開發專利，以保障公司之領先地位。

3.技術服務：
持續開發國外經銷代理商，完成全球性技術服務網絡。

建構完整之產業供應鏈，與代工廠之合作夥伴建立策略聯盟。
4.經營管理:
全面建構研發、製造企業網路之管理與應用。

規劃創造極大經營利潤回饋投資大眾，並建構具有抗拒世界不景氣能力之組織與管理。




                                                                          

	主要業務項目
五、公司所屬產業之上、中、下游結構圖：
我國之上、中、下游產業可分為：

上游-電路設計、IC佈局、光罩製作：使所需要之電路或個別元件，得經由專業人員完成設計，交由半導體人員進行晶圓製程。

中游-晶圓製作：藉由晶圓片經曝光、化學蝕刻、氧化、擴散、濺鍍導線等製程作業，使晶圓片完成IC電路或個別元件設計所要求之功能。

下游-封裝、測試：藉由接線及固封外部包裝而成完整成品，並經電性、可靠性等測試以確認其為商業化之成品產出之成品，其製程間之相互關係如下圖所示。










	產品名稱
	產品圖示
及介紹
	重要用途或功能
	最近一年度
營收金額(仟元)
	佔總營收
比重(%)

	POWER IC
	國際標準封裝：

SIP-09

PDIP-08

SOP-08

PDIP-16

SOP-16

PDIP-20

SOP-20

SOT-223

SOT-89

SOT-23-3

SOT-23-5

TO-92

TSSOP-08

TSSOP-16

等封裝樣式
	應用及功能：

交換式電源供應器-應用於桌上型電腦、伺服器及液晶電視等，提供高功率高效率輸出。

家電變頻器-馬達、照明、冷氣等，節省電源電力。

LED室內外照明驅動裝置等，提高輸出效能，節省能源。

充電器-筆記型電腦及一般應用充電設備，供給高效率之電源電力供應。

電腦電路及通訊器材電路-提供電源電壓等之轉換，以適應電路應用之需求。
	327,552
	93.20

	MOSFET
	國際標準封裝：

TO-92

SOP-08

SOT-23-3

SOT-223

TO-252

TO-220

TO-3P

等封裝樣式
	
	23,899
	6.80

	合     計
	351,451
	100.00


                                                                          

	
最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
單位：新台幣仟元

	年度
項目
	94年
	95年
	96年
	97年
	98年
	99年1~3月

	營業收入
	494,192
	508,671
	438,029
	346,206
	351,451
	119,219

	營業毛利
	117,163
	116,499
	134,362
	134,734
	152,664
	53,913

	毛利率(%)
	23%
	23%
	31%
	39%
	43%
	45.22%

	營業外收入
	9,685
	22,031
	8,290
	8,515
	4,235
	1,525

	營業外支出
	317,414
	84,268
	33,953
	2,172
	1,857
	276

	稅前損益
	(284,967)
	(30,544)
	16,019
	44,283
	51,613
	26,194

	稅後損益
	(284,967)
	(30,544)
	16,019
	44,283
	51,613
	26,194

	每股盈餘（元）
	(4.95)
	(0.53)
	0.50
	1.38
	1.61
	0.82

	股利發放
	現金股利(元)
	-
	-
	-
	0.3
	-
	-

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	-
	-
	-
	-
	-
	-




	最近五年度簡明資產負債表
單位：新台幣仟元

	年度
項目
	94年
	95年
	96年
	97年
	98年

	流動資產
	418,511
	378,082
	364,965
	347,542
	426,735

	基金及長期投資
	32,829
	33,829
	17,756
	14,063
	18,921

	固定資產
	34,502
	30,536
	30,298
	76,725
	76,940

	無形資產
	102
	0
	141
	122
	1,822

	其他資產
	1,042
	1,176
	1,175
	590
	394

	資產總額
	486,986
	443,623
	414,335
	439,042
	524,812

	流動負債
	分 配 前
	125,249
	132,359
	98,520
	65,346
	108,627

	
	分 配 後
	125,249
	132,359
	98,520
	74,946
	尚未決議

	長期負債
	48,727
	26,863
	11,181
	26,897
	24,861

	其他負債
	37,062
	4,937
	4,773
	4,829
	2,483

	負債總額
	分 配 前
	211,038
	164,159
	114,474
	97,072
	135,971

	
	分 配 後
	211,038
	164,159
	114,474
	106,672
	尚未決議

	股本
	576,000
	576,000
	320,000
	320,000
	320,000

	資本公積
	4,664
	4,664
	0
	0
	0

	保留盈餘
	分 配 前
	(279,022)
	(309,566)
	(32,883)
	11,400
	52,273

	
	分 配 後
	(279,022)
	(309,566)
	(32,883)
	1,800
	尚未決議

	金融商品未實現損益
	(32,965)
	0
	4,378
	2,204
	7,062

	累積換算調整數
	7,271
	8,366
	8,366
	8,366
	8,366

	未認列為退休金成本之淨損失
	0
	0
	0
	0
	0

	股東權益總額
	分 配 前
	275,948
	279,464
	299,861
	341,970
	388,841

	
	分 配 後
	275,948
	279,464
	299,861
	332,370
	-


                                                                          

	最近三年度財務比率

	年度
項目
	96年
	97年
	98年

	財
務
比
率
	毛利率(%)
	31
	39
	43

	
	流動比率(%)
	370
	532
	402

	
	應收帳款天數(天)
	71
	75
	84

	
	存貨週轉天數(天)
	286
	312
	255

	
	負債比率(%)
	28
	22
	26


                                                                          

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!![image: image6.png]


















 
















































































晶片封裝
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晶 片 製 造


晶膜沉積


光罩校準


顯像、蝕刻


氧化、鑽散


離子植入


化學氣相沉積
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儀器設備








半導體製造流程








測試檢查








電路設計


邏輯設計


線路設計


圖形設計
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